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Raumliche Elektronische Baugruppen (3D-MID)

Werkstoffe, Herstellung, Montage und Anwendungen fur spritzgegossene Schaltungstrager

Raumliche elektronische Baugruppen (MID — Molded
Interconnect Devices) sind spritzgegossene Formteile
mit strukturiertem Leiterbild. Sie ermdglichen die
Integration mechanischer, elektronischer, optischer,
thermischer und fluidischer Funktionen auf
spritzgegossenen Komponenten. Mit der
Funktionsintegration einher gehen eine hohe
geometrische Gestaltungsfreiheit sowie die Moglichkeit
der Miniaturisierung von Bauteilen, eine damit
verbundenen Gewichtsreduktion und eine Senkung der
Produktkosten. Da MID Uberwiegend aus rezyklierbaren
Thermoplasten hergestellt werden, sind sie zudem
umweltvertraglicher als alternativ zur Verfligung
stehende Technologien.

MID werden in nahezu allen elektronischen Bereichen

eingesetzt. Insbesondere in der Automobilindustrie gibt
es eine Reihe von MID-Serienanwendungen, die damit
gleichzeitig Motor fir weitere Entwicklungsarbeiten zur

Technologie MID sind. Auch fiir die Medizintechnik, die
IT- und Telekommunikation sowie die Industrieauto-
matisierung gewinnt die MID-Technologie zunehmend
an Bedeutung und zahlreiche Applikationen werden
bereits erfolgreich umgesetzt. Aktuelle Anwendungs-
felder sind Sensoren, Antennen (insbesondere im
Mobilfunksektor), 3D-Verdrahtungen sowie Schaltungs-
trager, Gehause und Steckverbinder. Auch fur die
Integration optischer Funktionen, z. B. in der Beleuch-
tungstechnik mit LEDs, wird MID immer wichtiger.

Dieses neue Standardwerk zur MID-Technik richtet sich
an Experten und Neueinsteiger auf dem Gebiet MID,
indem es einen umfassenden Uberblick tiber den
aktuellen Stand der Forschungsaktivitaten gibt.
Entwickler und Innovationsmanager werden in die
Materie eingefihrt und durch zahlreiche Fallbeispiele
inspiriert.
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Prof. Dr.-Ing. Jorg Franke ist Herausgeber des Buches. Die Inhalte sind in
Zusammenarbeit mit Mitarbeitern seines Lehrstuhls sowie weiteren Experten auf den fur
die MID-Entwicklung relevanten Gebieten entstanden. Prof. Franke leitet den Lehrstuhl fir
Fertigungsautomatisierung und Produktionssystematik (FAPS) an der Friedrich-Alexander-
Universitat Erlangen-Nurnberg und ist u. a. Vorsitzender des Vorstandes der
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